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A. 产品特征
1. 符合IEC 60664-1和IEC 62368-1规范，满足加强绝缘
2. 工作温度范围：-40°C~125°C(含自升温)
3. 储存温度范围（含包装）：-10℃～+40℃
4. 满足工作电压：1500VDC
5. 符合ROHS标准

B.结构尺寸 (Unit: mm)
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C.电路图

D. 电气规格 @25℃

项目 测试脚位 测试规格 单位 测试条件

电感 1-3 150 Min uH 100KHz,0.1V

圈比 (1-3):(4-6) 1:1±3% / 100KHz,1V

漏感 1-3(4-6shorted) 0.6 Max uH 100KHz,0.1V

直流电阻
1-3 0.5 Max Ω

AT 25±5℃
4-6 0.6 Max Ω

初次级耐压 Pri(1-3)to Sec(4-6) No breakdown /
6400VDC/1mA/60S
5400VAC/1mA/2S

插入损耗 (1-3)-(4-6) -1.0 Max dB 4MHz

回波损耗 (1-3)-(4-6) -20 Min dB 4MHz

共模抑制比 (1-3)-(4-6) -30 Min dB 1-100MHz

备注：爬电距离:≥15mm; 电气间隙:≥14mm
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E. 包装信息

A B C D
24.4+2/-0 100±2 13+0.5/-0.2 330

300pcs/Reel 1 Reels/Inner Carton 5 Inner Carton/Carton box( 1500 pcs)
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F. 推荐回流焊接曲线

Reflow Parameter Specification

Preheat temperature(Tsmin-Tsmax) 150℃-200℃

Preheat Time(ts) 60-180 seconds

Ramp-up Rate(TL-Tp) 3℃/second maximum

Time Above 217℃(TL) 60-150 seconds

Peak Temperature(Tp) see Table 2

Time Within 5℃ of  Peak(Tp) 20-40 seconds

Ramp-down Rate(Tp-TL) 6℃/second maximum

25℃ to Peak Temperature(T to Tp) 8minutes maximum

*Table adapted from JEDEC  Standard IPC/JEDEC J-STD-020D.

回流焊参照标准 IPC/JEDEC J-STD-020E

封装厚度
 封装体积

<350 mm
3 350~2000 mm

3
>2000 mm

3

<1.6mm 260℃ 260℃ 260℃

1.6~2.5mm 260℃ 250℃ 245℃

≥2.5mm 250℃ 245℃ 245℃
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